Specyfikacja techniczna

Komputery stacjonarne — 140 sztuk (+11 sztuk w prawie opcji)

Model (oznaczenie producenta)

.......

Zatfgcznik nr 1A do SWZ

Lp. Opis Wymagania minimalne Oferowane przez Wykonawce
1. Ptyta gtéwna Min. obstuga pamieci DDR4 tak [ ] nie []
Procesor 64-bitowy zgodny z architekturg x86 o wydajnosci ocenionej, na co
najmniej 18000 pkt. w tescie HIGH END CPU CHART* z dnia 13 sierpnia 2024 roku
dotgczonym do SWZ. S N
.y . L . wydajnosé na poziomie .......cccceveeeneenee. pkt. *
2 Procesor W przypadku uzycia przez‘ oferenta te,stpw wydajnosci Zamanancy zastrzegg
’ sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testow oferent musi | Model/typ ProCeSOTa .......ccovveveeveeeeeeveeeeeeeeeeee e
dostarczy¢ zamawiajgcemu oprogramowanie testujgce, testowany zestaw oraz
doktadny opis uzytych testow wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie
nie dtuzszym niz 4 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.
- min. DDR4 8 GB o taktowaniu minimum 3200mhz DDR... v GB............. MHz
3. Pamie¢ RAM - jeden slot wolny tak |:| nie |:|
- mozliwos¢ rozbudowy do min. 32 GB tak [_] nie []
4 Dysk twardy -SSD l\/l..2.PC|e NVMe min. 240§B . .
: (Zamawiajacy dopuszcza montaz ww. dysku przy pomocy dedykowanej Srubki). | .coeeveane. GB
5 Karta graficzna Zintegrowana, musi obstugiwac rozdzielczos¢ min. 1920 x 1200 na wszystkich MOGEI/LYD KATLY o
’ zaoferowanych wyjsciach graficznych. tak [ nie ]
- Zintegrowana 10/100/1000 Mbps RJ-45 tak [_] nie[]
6. Karta sieciowa - Wykonawca wraz z dostawg musi zatgczy¢ liste Numerdw Seryjnych i .
o . , . tak |:| nie |:|
odpowiadajgcym im MAC adreséw dla proponowanych komputerow.
7. Karta dZzwiekowa | Zintegrowana tak [_] nie []
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Typ obudowy przystosowany do pracy w pionie i poziomie o maksymalnych
wymiarach w pozycji poziomej:

- wysokos$¢ maks. 40 mm (rozmiar bez uwzglednienia ndzek),

- suma wymiaréw: szerokos¢ i gtebokosé nie wieksza niz 400 mm.

Wymiary obudowy:
- WysokosC.......ccunn..
- 52erokosC ....covenen.

- gtebokost ................

tak [_] nie []

8. Obudowa Obudowa musi by¢ otwierana za pomoca $ruby beznarzedziowe;.
Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym .
. ‘ . RS tak [_] nie []
umieszczonym na obudowie. Numer seryjny musi by¢ wpisany na state w BIOS.
9. 7asilacs z kompgt'er.em. musi byc¢ dost.arczony oryginalny zasilacz przystosowany do pracy | tgk [ ] nie []
w polskiej sieci energetycznej.
Whbudowane w obudowe (wymagania minimalne):
- min. 3 porty USB typu A z tytu obudowy (w tym min. 2 porty w wersji 3.1 lub tak D nie D
j in. 1 port ji 2.0 lub j
nowszej oraz min. 1 port w wersji ub nowszej), tak [ nie [
- min. 2 porty USB typu A z przodu obudowy (w wersji 3.1 lub nowszej), tak [ nie [
10. Porty zewnetrzne | - min. 1 port RJ-45 z tytu obudowy, tak [ nie [
- 1 gniazdo zasilania z tytu obudowy,
- 1 ztgcze stuchawkowe stereo oraz ztgcze mikrofonowe lub wspétdzielone tak[J nie []
combo, tak|:| nie |:|
- min. 2 porty Display Port lub HDMI. (DP+DP lub DP+HDMI lub HDMI+HDMI)
MS Windows 11 Professional 64Bit PL preinstalowany fabrycznie przez
producenta komputera na dysku twardym z kluczem instalacyjnym zaszytym w
BIOS komputera, dostarczony w formie nosnika instalacyjnego i certyfikatu
11. Oprogramowanie | licencyjnego w celu zapewnienia wspotpracy ze Srodowiskiem sieciowym oraz tak [ ] nie []
aplikacjami funkcjonujgcymi w administracji panstwowej
Licencja na zaoferowany system operacyjny musi by¢ nieograniczona czasowo.
12, Zgodnosc z zgodnos¢ sprzetu z oprogramowaniem MS Windows 11 Professional tak [ ] nie [

oprogramowaniem
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13.

Sterowniki

Sterowniki do komponentéw (podzespotow) dla systemu
MS Windows 11 Professional dostepne na stronie internetowej producenta
komputerdw.

tak [_] nie []

14.

Certyfikaty

- Certyfikat 1ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty).
- Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty).

- Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci o$wiadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii
S.A.,, zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriow
srodowiskowych dla  produktéow zuzywajacych energie mozliwych do
wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci
z norma ISO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram.

tak [_] nie [_]
tak [_] nie []

tak [_] nie []
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- BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Funkcja blokowania hastem wejscia do BIOS oraz blokowania hastem startu
systemu operacyjnego (gwarantowane utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odtgczenia wszystkich Zrédet zasilania i podtrzymania BIOS).

- Funkcja blokowania/odblokowania boot-owania z zewnetrznych urzadzen.
- Mozliwo$¢ wytgczenia/wigczenia zintegrowanej karty sieciowej, karty
dzwiekowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

- Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych,

tak [_] nie []

tak [_] nie []

tak [_] nie []

tak [_] nie []

tak |:| nie |:|

15. BIOS
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamieci operacyjnej RAM wraz
z informacjg o obsadzeniu slotéw pamieci.
- Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT” (podczas startu
komputer nie wykrywa urzgdzen boot-ujgcych typu USB, po uruchomieniu '
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne). tak [] nie []
- Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczania portéw USB w tym: wszystkich portow, tylko '
portéw znajdujgcych z przodu obudowy, tylko tylnych portéw. tak [] nie []
- Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczania funkcji Wake-On-LAN. tak [ ] nie [
- Konfigurowalna funkcja automatycznej aktualizacji BIOS. tak [ ] nie []
. Dodatkowe w petni funkcjonalne oraz nieodptatne licencyjnie oprogramowanie
Oprogramowanie L , NazWa Programu.........cccceoevcucnins v
16. dodatkowe producenta komputera umozliwiajgce diagnostyke usterek sprzetowych
(hardware) tak [] nie []
Mozliwos¢ telefonicznego oraz przez strone internetowag producenta
sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkow gwarancji po .
. . . o . e tak [] nie []
Wsparcie podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
17. techniczne Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej link do strony
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera —do oferty nalezy dotgczy¢ |~~~ 7 T
bezposredni link strony oferowanego modelu.
18. Dokumentacja Dokumentacja techniczna producenta komputera okreslajgca podstawowe cechy tak [ nie [

oferowanego produktu (data sheet). (zatgczy¢ wydruk do oferty)
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- min. 3 lata, czas reakgji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego tak ] nie []
- Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na S$wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty | tak [_] nie []
otwierdzajgce zatgczy¢ do oferty.
19. Gwarancja potwierdzajace zatqczy Y
- Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny by¢ mozliwe na miejscu, dostawca | tak [] nie []
ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wtaczajgc w to koszt czesci i transportu.
- Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajacego. tak [] nie []
- Obudowa musi posiada¢ czujnik otwarcia obudowy (fabryczne rozwigzanie
producenta komputera) wspétpracujgcy z oprogramowaniem zarzgdzajgco- | tak [_] nie []
20 Bezpieczerstwo diagnostycznym producenta komputera pokazujgcym stan otwarcia/zamkniecia
’ obudowy.
- Zintegrowany z plyta gtéwna modut TPM zgodny ze specyfikacjg Trusted | tak [ ] nie []
Platform Module 2.0.
Komputer produkowany seryjnie, oferowany model komputera wyprodukowany )
. tak |:| nie |:|
21 Produkcia w 2024 roku, seria oferowanego komputera wyprodukowana od poczatku
’ ) produkcji w ilosci min. 10 000 sztuk — dokumenty potwierdzajgce zatgczyé do
oferty.
p. Opis Wymagania dodatkowe nie obowigzkowe premiowane zgodnie z | oferowane przez Wykonawce
kryteriami ocen
Procesor 64-bitowy zgodny z architekturg x86 o wydajnosci ocenionej | Wydajnos¢ na poziomie ........ccccvenee pkt. *
22. Procesor w tescie HIGH END CPU CHART* z dnia 13 sierpnia 2024 roku dotgczonym do SWZ,
L Model/tYP PrOCESOIA .....cveeeeeeevieeeeiieeeeee et
na co najmniej 21000 pkt.
- min. 1 dodatkowy port USB typu C (w wersji 3.1 lub nowszej) z obstuga trybu | ¢ k[J nie [
Port t . a nie
23. orty zewnetrzne DisplayPort i funkcjg Power Delivery — port musi by¢ wbudowany w obudowe
24. Porty zewnetrzne | - 1 dodatkowy port VGA — port musi by¢ wbudowany w obudowe tak [] nie []
25. Dysk twardy - mozliwoé¢ zamontowania dodatkowego dysku wewnatrz obudowy tak [] nie []
26. Obudowa - suma wymiarow: szerokos¢ i gtebokosé mniejsza lub rowna 360 mm. szerokosc: ......... mm, gtebokos¢: ......... mm, suma: ......... mm

*Zatacznik nr 6AA Test CPU benchmark testy - https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 13.08.2024 r.
UWAGA: W formularzu nalezy wypetni¢ wszystkie wykropkowane pozycje wpisujgc stosowne informacje dot. oferowanych produktéw oraz wstawi¢ X w odpowiednim polu.
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